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主要技術

人工智慧

系統整合

軟體開發 光學設計

硬體設計
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產品系列介紹

TWS206
4"，6"，8"，12" wafer

LFMSiC
4"，6"，8" wafer

Edge-Profiler
4"，6"，8" wafer

StressMap
4"，6"，8" wafer

TWS 形貌檢測設備
測量BOW/WARP/TTV/LTV/Thickness

（全自動，半自動可定製）

LFMSiC碳化矽襯底檢測設備
測量SiC襯底晶體位元錯

（全自動，半自動可定製）

晶圓倒角形貌檢測設備
測量直徑/厚度/倒角形貌，

平邊/缺口參數
（全自動，半自動可定製）

應力檢測設備
測量芯片應力分佈

（全自動，半自動可定製）
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TWS206

襯底片形貌檢測設備用於測量晶圓的BOW/WARP/TTV/LTV/Thickness，本設備可同時進行
晶圓自動化分選(全自動版)，可根據需求定製成手動上片自動掃描(半自動版)；可以對接廠務
MES系統，進行數據上傳。
系統採用上下同軸色散共焦傳感器，支援大部分透明或非透明材質的晶圓；可對應表面粗糙
材質，因此可用於工藝流程中的切割、研磨、拋光、減薄等各環節。

全自動襯底片形貌掃描儀
TWS206

• BOW

• WARP

• TTV / LTV

• Thickness

• 支援檢測 4，6，8 ，12寸晶圓
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TWS206 ── 操作介面

可設定掃描路徑
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TWS206 ── 自動生成分析報告
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LFM-SiC ── 系列產品

LFM I型（針對SiC腐蝕片）
•   TED錯位標定並統計

• TSD錯位標定並統計

• BPD錯位標定並統計

• 查看Map圖，支援review原始圖片

• 一鍵式測量，簡單易用

• 支援檢測 4，6，8寸晶圓

LFM II型（針對SiC拋光片）
• 微管標定統計

• 查看Map圖，支援review原始圖片

• 定性應力圖

• 一鍵式測量，簡單易用

• 支援檢測 4，6，8寸晶圓

LFM-SiC系列專門用於檢測SiC襯底片的瑕疵檢測儀，本設備為半自動桌面型（手動上片，自動掃
描），可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製全自動設備。
系統採用精密光學顯像系統，結合獨有的演算法，對瑕疵進行檢測及歸類，提升了您對產品瑕疵
的檢測效率。
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LFM-SiC I型

SiC瑕疵檢測儀系列

LFM-SiC I型
操作介紹
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LFM-SiC I型 ── 操作介面

介面操作簡單易用
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LFM-SiC I型 ── 瑕疵顯示範例

可追溯瑕疵圖像
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LFM-SiC II型

SiC瑕疵檢測儀系列

LFM-SiC II型
操作介紹
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LFM-SiC II型 ── 操作介面

4寸半绝缘型

介面操作簡單易用
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LFM-SiC II型 ── 微管顯示範例

可追溯瑕疵圖像
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LFM-SiC II型 ── 應力顯示範例
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Edge-Profiler

Edge profiler
• 晶圓直徑：D

• 晶圓厚度：T

• 倒角形貌：X，Y，R，A

• 平邊，缺口測量

• 一鍵式測量，簡單易用

• 支援檢測 4，6，8寸晶圓

晶圓倒角及直徑測量儀可一鍵完成量測多個倒角形貌指標，本設備為半自
動桌面型(手動上片自動掃描)，可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製
全自動設備；可以對接廠務 MES系統，進行數據上傳。
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Edge-Profiler ── 操作介面

介面操作簡單易用
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Edge-Profiler ── 晶圓倒角及直徑測量

支援不同類型倒角形貌
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長度精度 ~0.005mm

角度精度 ~0.5°
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StressMap

StressMap
• 應力圖快速成像(每片wafer<10s)

• 一鍵式測量，簡單易用

• 支援檢測 4，6，8寸晶圓

應力儀用於檢測晶圓內的應力分布，以光程差輸出應力定量分析，本設備為半自
動桌面型(手動上片自動掃描)，可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製全自動
設備；可以對接廠務 MES系統，進行數據上傳。
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StressMap ── 應力顯示範例

線偏光模式對比度更強 圓偏光模式可進行應力定量分析
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總結

• 具有良好的技術積累並努力達到最高性價比。

• 自主開發軟體和演算法，可按客戶需求進行定製化改進。

• 設備硬體系統為自主生產以節省成本，最大化優化客戶的投入產出比。

• 與客戶共同努力讓機台呈現出最好的性能，並更具您的需求定製小型
機或者全自動機台。

• 提供及時的技術服務支援。
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THANK YOU

磊拓科技股份有限公司
• Sales@latentek.com.tw
• +886-3-358 9738
• 桃園市藝文一街86-7號3F
• http://www.latentek.com.tw

提供工業爐及半導體設備等
全方位解決方案

https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/arnold-gruppe/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/dr-kornder/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/bargmbh-2/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/pvatepla/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/reicat/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/snol/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/sunnywell/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/youxin/
https://www.latentek.com.tw/product-service/brands/sciensee/
mailto:Sales@latentek.com.tw
http://www.latentek.com.tw/
http://www.latentek.com.tw/
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